
上海灿瑞科技股份有限公司 

投资者关系活动会议纪要 

投资者关系活动类别 

■特定对象调研        □分析师会议 

□券商策略会          □业绩说明会 

□媒体采访            □路演活动 

□新闻发布会          □一对一沟通 

□现场参观            □电话会 

参与单位名称 

易方达基金、金鹰基金、重鼎资产、富尊基金、元沣投资、衡道投资、

允朗投资、北京俊远投资、国泰海通、国海证券、国联民生证券等 

时间 2025.10.30~2025.10.31 

公司接待人员姓名 
董事会秘书：任梦飞 

投资者关系经理：邹佳 

投资者关系活动主要

内容介绍 

Q：公司第三季度收入取得了较好的增速，也有一定程度的减亏，主要

原因是什么？ 

答：公司 2025 年前三季度营业收入同比增长 13.75%达到 473,539,869.77

元；归属于母公司所有者的净利润-37,476,260.91 元。公司毛利率为

26.36%，同比小幅下降 0.35 个百分点。公司前三季度亏损有所加大的原

因主要是公司加大了研发投入,导致研发相关的人力成本上升；同时美元

汇率波动较大，公司汇兑损失较大。 

公司第三季度营业收入同比增长 23.34%达到 179,992,829.12 元，环

比第二季度收入增长 7.04%，主要是终端市场需求回暖，智能传感器芯

片收入保持高增的同时电源管理芯片的收入增速也有一定的提升。第三

季度归属于母公司所有者的净利润-10,652,747.46 元，同比去年第三季度

有所减亏，主要原因是收入与去年同期比较增长较大，费用保持较好的

控制。 



根据 2024 年限制性股票激励计划，2025 年营业收入目标值约为

6.1425 亿元，预计收入将稳步增长。同时，公司将通过产品迭代、品牌

客户拓展和降本措施来逐步提升电源管理产品线的盈利能力，进而提升

公司整体毛利率。另外，随着公司收入规模的增加和降本增效措施的实

施，费用率也将进一步降低。通过一系列的举措，公司利润率有望逐步

改善。 

 

Q：公司账面现金充裕，目前资金如何规划？ 

答：公司资金充沛，截至 2025 年 9 月 30 日，账面货币资金和交易

性金融资产（主要为保本结构性存款和大额存单）合计约 14.7 亿，其中

用于募投项目的募集资金将按照公司规划进行投入，其余资金公司将合

理运用进行回购安排，关注收并购机会，为股东创造最大价值。 

公司 2024 年完成了上市后第一期的股份回购方案 ,回购股份

2,174,378 股，占总股本比例为 1.89%，实际回购金额为 6000 余万元；

2025 年 1 月启动的第二期股份回购方案已于 5 月完成，实际回购股份

1,435,380 股，占总股本比例为 1.25%，实际回购金额约人民币 4000 万；

两次回购金额合计人民币 1 亿余元。2025 年 9 月 5 日公司实际控制人、

董事长提议新一期不低于人民币 2000 万元（含），不超过人民币 4000 万

元（含）回购计划。公司对未来发展充满信心，将根据市场情况伺机进

行股份回购安排。 

 

Q：公司智能传感器芯片业务收入增速较高，且毛利率远高于公司平均

水平，这块业务是否能保持高成长和高毛利率？ 

答：公司两大产品线协同发展，智能传感器芯片发展势头良好，电源管



理芯片业务仍然承压。 

分产品线来看，智能传感器芯片主要包括磁传感器和电机驱动芯片，

下游应用领域较为广泛，收入在 2024 年高增后依然维持良好的增长态

势，产品价格稳定，毛利率有所提升，保持市场领先的产品竞争力。由

于三季报没有对两大业务进行分别披露，根据半年报，2025 年上半年智

能传感器业务收入 178,257,519.45 元，较去年同期增长 25.61%，毛利率

42.28%，同比提升 1.06 个百分点；收入占整体营收规模的 60.73%，营收

占比进一步提升。电源管理芯片业务收入 84,181,517.98 元，较去年同期

下降 11.00%，毛利率 8.43%，下游消费电子市场的竞争仍较为激烈，导

致产品收入和利润率较为承压。 

 

Q：公司智能传感器芯片在市场上竞争力如何？ 

答：公司自 2005 年设立以来深耕智能传感器芯片领域，已成功研发了多

项具备自主知识产权的先进核心技术，建立了较好的品牌知名度和美誉

度。公司智能传感器芯片业务目前拥有磁传感器、电机驱动、光电传感

器等多样化芯片矩阵，具有全流程集成电路封装测试服务能力。产品应

用范围广阔，已全面覆盖智能手机、汽车电子、工业控制、智能安防、

医疗设备、可穿戴移动终端等主流应用场景，尤其在消费等细分领域行

业地位领先。 

 

附件清单（如有） 无 

日期 2025 年 11 月 3 日 

 


